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Abstract of DE1 0064447 

The Invention relates to an electric multilayer 
component comprising a base body (1), with a 
first and second type of stacked electrode layers 
(2, 3). The electrode layers (2, 3) are separated 
from each other by dielectric layers (4) and form 
at least one capacitor (01 , C2), The base body 
(1 ) has two pairs (5, 6) of outer contacts (7) 
which are arranged on opposite side surfaces (8) 
of the base body (1 ) in such a way that an outer 
contact (7) belonging to each pair (5,6) is 
disposed on each side surface (8) and the direct 
contacts of the outer contacts (7) respectively 
belonging to one pair intersect each other. The 
first pair (5) of outer contacts (7) is contacted to 
the first type of electrode layer (2). The second 
pair (6) of outer contacts (7) is contacted to the 
second type of electrode layer (3). One 
advantage of the diagonal leadthrough of the 
outer contacts (7) though the component is that 
the structural shape can be miniaturized. 




Data supplied from the esp@cenef database - Worldwide 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE10064447&F=0 



3/1/2005 




WIS PAGE BUNK (usPTO) 



llipil 



(g) BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAIMD 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Patentschrift 
co)DE 100 64 447 C2 



(g) Aktenzeichen: 100 64 447.3-34 

@ Anmeldetag: 22.12.2000 
© Offenlegungstag: IT. 7.2002 
(g) Veroffentlichungstag 

der Patenterteilung: 2. 1.2003 



® 



Int. Cl.^: 

H 01 G 4/30 

HOI G4/38. 
H 01 G 4/40 
H 01 G 2/06 
H 05 K 1/18 



Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben warden 



CSJ 

O 

CD 
O 

o 

1— 
LU 

Q 



(73) Patentinhaber: 

EPCOS AG, 81669 Munchen, DE 

@ Vertreter: 

Epping, Hermann & Fischer, 80339 Mtinchen 



@ Erfinder: 

Greier, Gunther, Graz, AT; Wittmer, Walter, 
Deutschiandsberg, AT; Engel, Gunter, Dr., Leibnitz, 
AT 

(§) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften: 



DE 


196 39 947 A1 


DE 


43 42 818 A1 


US 


58 89 445 A 


US 


58 70 273 A 


EP 


08 65 053 A2 


JP 


11-2 51 178 A 



C>4 

o 

CO 

o 
o 



8 



^ 'Z^SSSSSSNI 



(g) Elektrisches Vielschichtbauelement und Entstorschaltung mit dem Bauelement 

@ Elektrisches Vielschichtbauelement 

mit einem Grundkorper (1), aufweisend miteinander ver- 
stapelte Elektrodenschichten (2, 3) einer ersten und einer 
zweiten Sorte, die durch Dielektrikumschtchten (4) von- 
einander getrennt sind und welche mindestens eine Ka- 
pazltat {C-i, C2) bilden, 

bei defTi.der Grundkorper (1) zwei Paare (5, 6) von AuBen- 
kontakten (7) aufweist, wobei die Paare (5, 6) von Auften- 
kontakten (7) so auf gegenuberliegenden Seitenflachen 
(8) des Grundkorpers (1) angeordnet sind, dafS sich von 
jedeni Paar (5, 6) jeweils ein AufSenkontakt (7) auf jeder 
Scitcnflachc (8) befindct und dafS die gcdachten direkten 
Verbindungen der jeweils zu einem Paar (5, 6} gehoren- 
den Auftenkontakte (7) einander iiberkreuzen, 
bei dem die AufSenkontakte (7) auf denjenigen Seitenfla- 
chen (8) dos Grundkorpers (1) angeordnet sind, die den 
geringsten Abstand voneinander aufweisen, 
bei dem das erste Paar (5) von AufSenkontakten (7) mit 
Elektrodenschichten (2) der ersten und das zweite Paar (6) 
von Auflen kontakten (7) mit Elektrodenschichten (3) der 
zweiten Sorte kontaktiert ist, 

bei dem in einer Elektrodenschicht (2) der erste Sorte eine 
leitende Schicht (9) enthalten ist, die zwei Auftenkontakle 
(7) miteinander verbindet, 

und bei dem in einer Elektrodenschicht (3) der zweiten 
Surle eine leitende Schicht (10) entlialteti ist, die mit ei- 
nem Aufionkontakt (7) vcrbundon ist. 
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[0001] Die Erfindung bcirifft ein clektrisches Vielschicht- 
bauelement, das einen Gmndkorpcr urnfaBt, welcher rnitein- 
ander verstapelle Eleklrodenschichten einer ersten und eincr 5 
zweite Sorte aut\vcisi. Die Eleklrodenschichten sind durch 
Diclektrikunischichlcn voncinander getrennt und bildcn 
mindestens einc Kapaziiiit. Auf Seitenfiiichen des Grund- 
korpers sind zwei Paare von AuGenkontakten angeordnel. 
Die direkten Verbindungen der jeweils zu einern Paar geho- 10 
renden AuBenkonlakie ubcrkreuzen einander. Das erste Paar 
von AuRenkonlakten ist mi! den Elektrodenschichten der er- 
sten Sorte und das zweile Paar von Au(3enkont.akt.en mit den 
Elektrodenschichten der zweiten Sorte kontaktiert. 
[0002] Aus der Druckschrift US 5,889,445 sind Bauele- I5 
mente der eingangs gcnannten Art bekannt, bei denen an 
den beiden Stimseiten und an zwei Langsseiten jeweils ein 
AuBenkontakt angeordnel ist. Diese Bauelemente sind detri 
Fachrnann auch bekannt unter dem Namen "Feedthrough- 
Bauelemente". Die an den Stimseiten angeordneten AuRen- 20 
kontakte werden durch Tauchen des Grundkorpers in eine 
elektrisch leitfahige Paste aufgebracht und liegen daher kap- 
penforrnig iiber den Stimseiten des Grundkorpers, Aufgmnd 
der Anordnung der AuBenkontakte und der Art ihrer Her- 
stellung hat das bekanntc Bauelement den Nachteil, dal3 Ab- 25 
messungen mit einer Lange von 2,0 mm und einer Breite 
von 1,25 mm nicht unterschritten werden konnen. Die Au- 
Benkontakte miissen nlirnlich einen Mindestabstand voncin- 
ander aufweisen, urn das Auftreten von Kurzschliisscn 
durch Oberilachenstronie zu verhindem. 30 
[0003] Aktuelle Designs von Mobiltelefonen erfordern 
kleinere als die oben genannten BaugroBen, weswegen die 
bekannten Bauelemente nicht fur diese Art von Anwendung 
in Betracht gezogen werden konnen. 

[0004] Desweiteren haben die verhaltnisrnaBlg groBen 35 
Abmessungen des bekannter Bauelemente den Nachteil, daB 
daraus eine grofie parasilare Induktivitat resultiert, die'sich 
negativ auf die Dampfungseigenschaften des Bauelements 
auswirkt, welches als Storschutzbauelement zuni HerausHl- 
tem von Storfrequenzen in Mobiltelefonen verwendet wird. 40 
[0005] Die bekannten Bauelemente konnen durch Einsatz 
von Varistorkerainiken in den Dielektrikunischichten als Va- 
ristoren verwendet werden. Auch in diesem Fall wirken sich 
die groRen Abmessungen des Bauelements nachteilig aus, 
insbesondere im Hinblick auf parasitare Induktivitaten so- 45 
wie relativ hohe Klenunenspannungen bei steilflankigen Im- 
pulsen. 

[0006] Das bekannte Bauelement hat ferner den Nachteil, 
daB 2ur Autbringung der AuBenkontakte vier verschiedene 
Seitenflachen des Grundkorpers beschichtet werden miis- 50 
sen, was einen entsprechend groBen Aufwand, beispiels- 
weise fur das Drehen des Bauelementes bedeutet. 
[0007] Aus der Druckschrift US 5,870,273 ist ein Viel- 
schichtbauelemcnt bekannt, bei dem ein Kondensalor und 
ein Vielschichtvaristor ubcrcinander in einem einzigen Bau- 55 
elemem integriert sind. Dieses Bauelement hat jedoch den 
Nachteil, daB mit dem in der genannten Druckschrift vorge- 
schlagenen Konzept die Inlegration einer Vielzahl von Bau- 
elementen in einen Grundkorper mit sehr kleinen Abmes- 
sungen nicht gelingen kann. 60 
10008] Aus der Druckschrilt JP 1 1-251178 A i.sl ein uick- 
Irisches Vielschithibuuelenient bekannt mil einem Grund- 
korper, dLjr iiiitcinandcr verslapehe Elektrodenschichten und 
Diclcklrikunisschichicn cnihiili. 

100091 Der C;runclk()r()cr weisl dahci einc quadriHischc <^S 
Grundilache aul", woraus sich wiederum der Nachteil erjiibi. 
dass das Maueieiiicni urjgiinsiige ITl'-l^igen.^chal'ien auf- 
weisi. 



[0010] Es ist daher Aut^abe der vorliegenden Erfindung, * 
ein clektrischcs Vielschichtbauelement anzugeben, das eine 
fortgeschrittene Miniaturisierung eriaubi und das dariiber 
hinaus einfach und biUig herstellbur ist. 
[0011] Dieses Ziel wird erfindungsgemaB durch ein elek- 
tnsches Vielschichtbauelement nach Patcnlanspruch 1 er- 
rcicht. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sowie Ent- 
storschaltungen mit dern crfindungsgemaBen Vielschicht- 
bauelement sind den weiteren Anspriichen zu entnehrnen. 
[0012] Die Erfindung gibt ein elektrisches Vielschichtbau- 
element an, das einen Grundkorper umfaRl, welcher mitein- 
ander verstapelte Elektrodenschichten einer ersten und einer 
zweiten Sorte umfaBt. Femer weist der Grundkorper Dielek- 
tnkumschichten auf, die die Elektrodenschichten voncinan- 
der trennen, wodurch tnindestens eine Kapazitat gebildet 
wird. Auf gegeniiberliegenden Seitenflachen des Grundkor- 
pers sind zwei Paare von AuBenkontakten angeordnet. Da- 
bei befindet sich von jedem Paar jeweils ein AuBenkontakt 
auf jeder Seitenflache. Femer sind die AuBenkontakte so an- 
geordnet, daB die gedachten direkten Verbindungen der je- 
weils zu einem Paar gehorenden AuBenkontakte einander 
iiberkreuzen. Fur die Erfindung kann beispielsweise ein 
quaderfomiiger Grundkorper verwendet werden, womit 
durch Anordnung der AuBenkontakte in der Nahe der Ecken 
des Quaders quasi ein diagonaler Durchfiihrungspfad reali- 
siert werden kann. 

[0013] Das erste Paar von AuBenkontakten ist mit Elek- 
trodenschichten der ersten Sorte kontaktiert. EnLsprechend 
ist das zweite Paar von AuBenkontakten mit Elektroden- 
schichten der zweiten Sorte kontaktiert. In einer Elektroden- 
schicht der ersten Sorte ist eine leitende Schicht enthalten, 
die zwei AuBenkontakte niiteinander verbindet. Femer ist in 
einer Elektrodenschicht der zweiten Sorte eine leitende 
Schicht enthalten, die mit einem der AuBenkontakte verbun- 
den ist. 

[0014] Das eriindungsgemaBe Vielschichtbauelement hat 
den Vorteil, daB die AuBenkontakte nur auf zwei der Seiten- 
flachen des Grundkorpers angeordnet sind. Dadurch sind sie 
besonders leicht herstellbar, da das Bauelement zum Auf- 
bringen der AuBenkontakte nur noch einmal gedreht werden 
muB. Ferner hat das erfmdungsgemaBe Vielschichtbauele- 
ment den Vorteil, daB durch die Anordnung der AuBenkon- 
takte auf zwei gegenuberliegenden Seitenflachen des 
Grundkorpers kleinere Baulbrmen moglich sind. Dies resul- 
tiert insbesondere daraus, daB die anderen Seitenflachen, die 
von AuBenkontakten frei sind, als Absiandhalter zwischen 
AuBenkontakte dienen konnen. Dadurch sind die AuBen- 
kontakte gut gegeneinander isoliert. 

[0015] Kleinere Baufoniien haben den Vorteil kleinerer 
parasitarer Induktivitaten, wodurch das erfindungsgeniaBe 
Vielschichtbauelement bessere Dampfungseigenschaften 
tur die Verwendung als Storschutzbauelement aufweist. 
[0016] Falls ferner eine der Dielektrikumschichten als Va- 
nstorschicht ausgebildet ist, ergibt sich dariiber hinaus der 
Vorteil einer verringerten Kleminenspannung durch die re- 
duzierle Bauteilinduktivitat. 

10017] In einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsfonn 
der Erfindung sind die AuBenkontakte auf ebenen Seitenfla- 
chen des Grundkorpers angeordnet. In diesem Fall sind die 
AuBenkontakte besonders leicht durch Aufdruckcn einer Pa- 
ste Oder auch durch andere gceigneie MuBnahmen auf den 
Grundkorper aufzubringen. Insbesondere konnen in diesem 
l-aM die AuBenkontakte einfach und kosiengunsiig durch 
Abrollen eines mit einem leitlahigen MatcriarbesLhtchtclcn 
Rudes uuf den ebenen Seiienfliichcn hcmestelli suin. Diusc 
cinluchc Moglichkeit der Hersiclkini: der AiiRciikontakle 
biclel cinen weiteren Vorlcil, nunihcli diu Mogliehkcii. 
riiunihLli e.xaki begren/.le Sirukiuren /u cr/cugen, wodurch 



DE 100 64 447 C2 



3 



cine weitere Miniaturisierung des Bauclcnienls moglich 

vvird. 

1 0018] Bci Verwendung eincs Grundkorpers init einer 
Grimd- und einer Deckflachc, vvobci cine dicser Fliichen zur 
Moniagc auf einer Leitcrplatle vorgcschcn is I, konncn die 
AuBenkontakte besonders vorleilhall auf denjenigen Seiten- 
llachcn dcs Grundkorpers angeordnct scin, die den gering- 
sien Absland voneinander aufweisen. Falls ein Grundkorper 
in Fomi eincs Quaders verwendet wird, wilren es die Breit- 
scilcn des Quaders, die die AuRcnkonlakte tragen. Ein sei- 
ches Bauelement hat. den Vorleil einer noch niedrigeren In- 
duklivitiit, da durch den geringen Abstand dcr Seitenflachen 
voneinander auch kurze Strornpfade realisiert werden. 
[0019] Eine solche Ausfiihrung des erfindungsgernaRen 
Bauclements hat weiters den Vorleil, daB durch Verschma- 
Icm des Grundkorpers und gleichzciliges Verlangem des 
Grundkorpers ohne Verzicht auf hohc Kapazitaten eine noch 
niedrigere parasitare Indukdvitat realisiert werden kann. 
[0020] Wenigslens eine der Dielektrikurnschichten kann 
als Varistorschicht tnit einem spannungsabhangigen Wider- 
si and ausgeflihrt sein. Ein solches Bauelement hal den Vor- 
teil, daB einer oder auch zwei Kondcnsaloren zusarnrnen rnit 
einem spannungsabhangigen Widerstand (VDR) in einem 
einzigen Bauelement integriert sind. Somit kann zusatzlich 
zur Storschutzfunktion auch noch eine Schutzfunktion ge- 
genuberESD (Electrostatic Dischaigc) realisiert werden. 
[0021] Als Dielektrikumschicht kann beispielsweise eine 
sogenanntc "COG'*-Keramik verwendel werden. Ein solches 
Material ware beispielsweise eine (Sm, Ba)NdTi03-Kera- 
tnik. Es kommt aber auch eine "X7R"-Keraniik in Betrachl^^, 
beispielsweise dotiertes Bariumtitanat. Als Varistorschicht 
mit spannungsabhangigen! Widersland eignet sich beispiels- 
weise eine Zinkoxidkeramik mit gegebenenfalls Dotierun- 
gen von Praseodym oder Wismutoxid. 
[0022] In einer Ausfuhrungsforni der Eriindung, bei der in 
deni Vielschichtbauelementeine einzige Kapazittil enthalten 
ist, ist die Elektrodenschicht der zwciien Sorte so ausge- 
flihrt, daB sie eine leitende Schichl. enthall, welche zwei Au- 
Benkontakte miteinander verbindel, 

[0023] In einer weiteren Ausfiihrungsfonn kann das erfin- 
dungsgeiiiaBe Vielschichtbauelerncnt auch zwei Kapazita- 
ten enthalten, wobei in einer Elektrodenschicht der zweiten 
Sorle zwei voneinander beabslandete leitende Schichlen 
enthalten sind, die mit jeweils einem AuBenkontakt verbun- 
den sind und die zwei voneinander getrennten Kapazitaten 
angehoren. 

10024] Flir den Fall, daB das edindungsgemaBe Bauele- 
ment zwei Kapazitaten enthalt, ist es besonders vorteilhaft, 
wenn in einer Elektrodenschicht der ersten Sorte zwei von- 
einander beabstandete leitende Schichten enthalten sind, die 
niit-jeweils einem AuBenkontakt elektrisch Leitend verbun- 
den sind. Femer sind die voneinander beabstandeten leiten- 
den Schichlen untereinander durch eine Widersiandschicht 
verbunden. Dadurch kann eine n-Schaltung realisiert wer- 
den, bci der zwei Kapazitaten durch eincn Widerstand, re- 
prase nliert durch die Widersiandschicht, miteinander ver- 
bunden sind. Eine solche 7C-Schaltung weist ein verbessertes 
DiirDpfungsverhalten auf, wobei ein ganzes Frequenzband, 
das zwischen den beiden durch die Kapazitiiien definierten 
Danipfungsfrequenzen verlaufl, bedaiupfl werden kann. 
[0025] In einer Variante dieser Ausluhrungsforru kann die 
Hlekirodenschicht der ersten Sorle auch als ganzes als Wi- 
derstandschicht ausgebildet sein, die zwei AuBenkoniakle 
nnieinander verbindet. 

1 0026 1 In einer weileren Varianie dicser Ausl'uhmngslbrm 
kann aul" dcr Oberllliehe des Grurulki^rpers cine Widersiuiid- 
sehichi angeordnel sein, die (las ersic Paar von AuBeiikcMi- 
i;ikieii miteinander verbindet. 



[0027] Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, wenn bei 
dem Bauelement eine leitende Schicht und/oder eine Wider- 
siandschicht mit wcnigstens einer Engstelle versehcn ist. 
Durch das Einluhrcn einer oder mehrercr Engstcllen gelingt 

5 ein gezielles Einstcllen der elektrischen Eigenschatlen des 
Bauelements. Solche elektrischen Eigenschaften, die durch 
das Einfiihren einer Engstelle cingestelll werden konnen, 
sind beispielsweise die Induktivitat, der elektrische Wider- 
stand oder auch die Kapazitat. Dadurch laBl sich die fiir die 

10 Diimpfung benoligte Resonanzkurve des Bauelements in 
eine geeignele Fonn bringen. 

[0028] Die Widersiandschicht, die gegebenenfalls in dem 
erfindungsgeniaBen Bauelement enthalten ist, kann vorteil- 
haft aus einer Ruthenium enthaltenden Paste hergestellt 

15 sein. tiblicherweise wird fur die Herstellung der leitenden 
Schichlen eine Silberpaste verwendet. Durch das Beifiigen 
von Ruthenium zur Silberpaste erhdht sich dcr elektrische 
Widerstand, wobei das Ruthenium ansonsten die vorteilhaf- 
ten Eigenschaften des Silbers in der Paste nichl weiler be- 

20 eintrachtigt. 

[0029] Das erfindungsgemaBe Bauelement kann beson- 
ders vorteilhaft durch Sintern eines Stapels von iibereinan- 
derliegenden keramischen Griinfolien hergestellt sein, Da- 
durch enlsteht ein monolithisches, kornpaktes Bauelement, 

25 das sehr schnell und einfach in groBen Stuckzahlen herge- 
stellt werden kann. 

[0030] In einer weiteren, vorteilhaften Ausfuhrungsfonn 
der Erfindung sind gleiche Eleklrodenschichten der ersten 
Sorte abwechselnd mit gleichen Eleklrodenschichten der 

30 zweiten Sorte verstapelt. Ein solches vereinfachtes Design 
des Bauelements hat den Vorleil, daB es leicht zu realisiercn 
ist. Durch das abwechselnde Verstapeln von Eleklroden- 
schichten, entstehen kammartige, ineinandergeschobene 
Strukturen, die parallelgeschaltete Kapazitaten hilden. Da- 

35 durch kann bei sehr kleincn auBeren Abmessungen des Bau- 
elements eine maximale Kapazitat crreicht werden. 
[0031] Die Flaclien der leitenden Schichlen der Eleklro- 
denschichten der ersten Sorle und der zweiten Sorle konnen 
uni weniger als 10% voneinander abweichen, wodurch ein 

40 Vielschichtbauelement mit zwei annahemd gleichen Kapa- 
zitaten realisiert werden kann. 

[0032] Es kann aber auch ein Bauelement mit verse hiede- 
nen Kapazitaten realisiert; werden, indem die Flachen der 
leitenden Schichlen in der Elektrodenschicht der ersten 
45 Sorte um iiiehr als 20% voneinander abweiclien. Dies resul- 
tierl daraus, daB die GroBe der Kapazitat im wesenllichen 
durch die Fiache der Elektroden des Kondensators vorgege- 
ben ist. 

[0033] Das erfindungsgemaBe Bauelement kann insbeson- 

50 dere in einer miniaturisiertcn Form ausgefiihrt sein, wobei 
die Grundflache des Grundkorpers weniger als 2,5 nun^ be- 
tragt. Eine solche Grundflache lieBe sich beispielsweise 
durch eine Bauforni des Grundkorpers realisieren, bei der 
die Lange 1,25 mm und die Breite 1,0 mm betragt. Diese 

55 Bauform isi auch unter dem Namen "0405" bekanni. 

[0034] Desweitercn gibt die Erfindung eine Entstorschal- 
tung mil einem erfindungsgeniaBen Bauelement an, bei der 
das Bauelement zusainmen mit einem gleichen weileren 
Bauelement auf einer LeiierplaUe angeordnel isi. Die mil 

60 AufJenkonlaktcn versehenen AuBenflachen der Grundkorper 
der Bauelemenle stehen senkrechl zu Leilerbahnen der Lei- 
lerplatte, welche ihrerseils entlang drei paralleler Gcraden 
verlaufcn. .fewoils zwei der AuBenkoniakle sind entlang der 
heiden auBeren Geraden und vier Aut^enkonlakie sind eni- 

65 tang der inneren CJerade angeordnel. Datlureh enisiehi ei[jc 
sehr koinpakie Anurdniing. die das liiiisloren von /,wei i .ei- 
lungen mit einem iiuBersl geringen Plal/bedarf ermoglichi. 
|0035| In eitier weileren vorteilhaften VVeilerbililumi der 
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crfindungsgcmaBen Entstorschaltung urnfassen die Leiter- 
bahnen eine Masseleitung, die jeweils am auRcrcn Rand der 
drci Leitcrbahnen verlauft. und die die bcidcn anderen Lei- 
Icrbahncn in den Bauelementen kreuzi. Bine solche Schal- 
rung hat. den Vorteil, daR die Masse von eincr AuRcnscite auf 5 
die andere gefuhrt: wird und dadurch leicht und mit sehr we- 
nig Platzbedarf beispieLsweise an den MasseanschluB eines 
geschirmlen Steckers angeschlossen werden kann. 
[0036] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen und den dazugehorigen Figuren naher lO 
erlaulcrt.: 

f0037] Fig. 1 zeigt beispielhafl. ein erHndungsgemaBes 
Bauelen^ient im scheniatischen Langsschnitt, 
[0038] Fig, 2 zeigt den Schnilt D-D von Fig. 1. 
[0039] Fig. 3 zeigt den Schnitt F-F von Fig. 1 . is 
[0040] Fig. 4 zeigt den Schnitt F-F eines weiteren Ausfiih- 
rungsbeispiels eines Bauelements gemiiR Fig. 1. 
[0041] Fig. 5 zeigt den Schnitt F-F eines weiteren Ausfuh- 
rungsbeispiels eines Bauelements gemaR Fig. 1. 
[0042] Fig. 6 zeigt schematisch ein Ersatzschaltbild fur 20 
das in Fig. 1 dargestellte Hauelement. 

[0043] Fig. 7 zeigt beispielhaft ein weiteres erHndungsge- 
niiiBes Bauelement im schematischen Langsschnitt. 
[0044] Fig. 8 zeigt den Schnitt E-E von Fig. 7. 
[0045] Fig. 9 zeigt den Schnitt E-E einer weiteren Ausfuh- 25 
rungsform gemaS Fig. 7. 

[0046] Fig. 10 zeigt schematisch ein Ersatzschaltbild ei- 
nes Bauelements gemaB Fig. 7. 
[0047] Fig. 1 1 zeigt den Schnitt D-D von Fig. 7. 
[0048] Fig. 12 zeigt den Schnitt D-D einer weiteren Aus- 30 
fuhrungsfonn gemaB Fig. 7. 

[0049] Fig. 13 zeigt schematisch ein Ersatzschaltbild ei- 
nes Bauelements gemaB Fig. 7 und Fig. 11. 
[0050] Fig. 14 zeigt schematisch ein Ersatzschaltbild ei- 
nes weiteren Bauelements gemaB Fig. 7 und Fig. 11. 35 
[0051] Fig. 15 zeigt schematisch das Damptungs verbal ten 
eines Bauelements gemaB Fig. 14. 

[0052] Fig. 16 zeigt beispielhaft eine erIindungsgemaBe 
Entstorschaltung in Draufsicht. 

[0053] Die nicht mit Bezugszeichen versehenen Elemente 40 
der Fig. 3, 4, 5, 8, 9, 11 und 12 entsprechen den Elementen 
von Fig. 2. 

[0054] Fig. 1 zeigt ein erhndungsgemaBes Bauelement im 
schematischen Langsschnitt mit einem Grundkorper 1 und 
mit Elektrodenschichten 2 der ersten Sorte und mit Elektro- 45 
denschichten 3 der zweiten Sorte, Die Elektrodenschichten 
2 der ersten Sorte sind abwechselnd mit den Elektroden- 
schichten 3 der zweiten Sorte verstapelt. Zwischen den 
Elektrodenschichten 2, 3 sind Dielektrikumschichten 4 an- 
geordnet. Durch eine geeignete Verschaltung an den Ran- 50 
dem des Bauelements liiBt sich so eine Piirallelschaltung 
von Teiikondensatoren realisieren, wodurch ein Kondensa- 
tor mit einer vergleichsweise hohen Kapazitiit entsteht. 
[0055] Fig. 2 zeigt den Schnitt D-D von Fig. 1. Die Elek- 
trodenschicht 2 der ersten Sorte urnfaBt eine leitende 55 
Schicht 9, die das erste Paar 5 von AuBenkonlakien 7 leitend 
miteinander verbindet. An den beiden einander gegenuber- 
liegenden Seitenflachen 8 des Grundkorpers sind AuBen- 
koniakte 7 angeordnet. Die vier AuBenkontcikle 7 sind zu 
Paaren 5, 6 zusammengefaBr, wobei von jedem Paar 5, 6 ein 60 
AuBenkonlukr 7 auf jcder Seiienllachc 8 angeordnet ist. 
|0()56| Fig. 3 zeigt den Schniti F-F von l^ig. 1. Die in Fig. 
2 dai-ocsiclltc Hlektrodenschichl 3 der /weilcn Sorte iimtaBl* 
cine Iciiundc Schicht 10, welche das /.wcile Paar 6 \on Au- 
Benkonlakien miteinander verbindet. Die iibrigen in Fig. 3 65 
(ktruesietlren Itlenienfe enisprechcn den in Fig. 2 dargesteli- 
len. 

100571 Fig. 4 /eigl den Schniii in einer Vuriunle von 



Fig. 1. Die in Fig. 4 dargestellte Elektrodenschichi 3 der* 
zweiten Sorte weist eine leitende Schicht 10 mit einer etwa 
in der Mitic angcordneten Engstelle 14 auf. 
[0058] Fig. 5 zeigt. den Schnitt F-F gemaB einer Variante 
von Fig. 1 . Die in Fig. 5 dargestellte Elektrodenschicht 3 der 
zweiten Sorle weist eine leitende Schicht 10 mit zwei Eng- 
stelle n 14 auf. 

[0059] Fig. 6 zeigt schematisch ein Ersatzschaltbild fiir 
ein Bauelentent, welches gemaB Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 
aus'gebildet ist. Die Elektrodenschichten lassen sich durch 
die mit Hilfe der AuBenkontakte realisierlen Parallelschal- 
tung zu eincni Kondensator Ci zusammenfassen. Die An- 
schlusse Ai bis A4 aus Fig. 6 lassen sich wie folgt den Au- 
Benanschlussen 7 gemaB Fig. 2 zuordnen: Ai entspricht dem 
AuBenkontakt 7 oben links. A2 entspricht dem AuBenkon- 
takt 7 unten links. A3 entspricht dem AuBenkontakt 7 oben 
rechts und A4 entspricht dem AuBenkontakt 7 unten rechts. 
[0060] Fig. 7 zeigt beispielhaft ein weiteres erfindungsge- 
maBes Bauelement mit zwei Kapazitaten im schematischen 
Langsschnitt. Die dargestellten Elemente entsprechen denen 
aus Fig. 1. Im Unterschied zu Fig. 1 haben die leitenden 
Schichten der Elektrodenschichten 2, 3 unterschiedliche 
Fonnen. 

[0061] Beispielsweise konnen die Elektrodenschichten 2 
der ersten Sorte so ausgefuhrt sein, wie sie gemaB dem 
Schnitt D-D in Fig. 2 dargestellt sind. Die in Fig. 2 darge- 
stellte leitende Schicht 9 kann ebenso eine Schicht aus einer 
Widerstandspasle sein. 

[0062] Fig. 8 zeigt den Schnitt E-E von Fig. 7. Die in Fig. 
8 dargestellte Elektrodenschicht 3 der zweiten Sorte unifaBt 
eine leitende Schicht 10 und eine leitende Schicht 101, wel- 
che jeweils mit einem AuBenkontakt 7 des zweiten Paars 5 
von AuBenkontakten 7 leitend verbunden sind. Durch die 
Ausbildung der Elektrodenschicht 3 der zweiten Sorte ge- 
maB Fig. 8 kann ein Bauelement mit zwei Kapazitaten reali- 
siert werden. Dabei gehoren die leitenden Schichten 10 und 
101 zu verschiedenen Kapazitaten. Die leitenden Schichten 
10 und 101 weisen in etwa dieselbe Flache auf, wodurch 
auch die beiden Kapazitaten ungefahr dieselbe GroBe haben. 
[0063] Fig. 9 zeigt den Schnitt E-E von einer Variante von 
Fig. 7. Die in Fig. 9 dargestellte Elektrodenschicht 3 der 
zweiten Sorte umt^Bt zwei leitende Schichten 10, 101, wel- 
che mit dem ersten Paar 5 von AuBenkontakten verbunden 
sind. Die leitenden Schichten 10 und 101 weisen dcullich 
verschiedene Flachen auf, wodurch ein Vielschichtbauele- 
ment mit zwei verschiedenen Kapazitaten reahsiert werden 
kann. 

[0064] Fig. 1 0 zeigt beispielhaft ein schematisches Ersatz- 
schaltbild fiir ein Bauelement gemaB Fig. 7. Die beiden Ka- 
pazitaten Ct und C2 sind zueinander parallel geschaltet. Die 
Zuordnung der Anschlusse Ai bis A4 ergibt sich iri analoger 
Weise, wie es in F'ig. 6 beschrieben wurde. 
[0065] Fig. 11 zeigt den Schnitt D-D einer Variante von 
Fig, 7. Die in Fig. 1 1 dargestellte Elektrodenschicht 2 der er- 
sten Sorte weist eine leitende Schicht 9 auf, welche mit ei- 
nem AuBenkontakt 7 des ersten Paars 5 von AuBenkontak- 
ten 7 verbunden ist. Desweiteren weist die Elektroden- 
schicht 2 der zweiten Sorte eine leitende Schicht 11 auf, wel- 
che mit deni anderen AuBenkontakt 7 des ersten Paars 5 ver- 
bunden isl. Die leitenden Schichten 9, 11 sind uniercinander 
durch eine Widerstandschichl 12 miteinander verbunden 
Durch die Widerstandschichl 12 laBi sich eine Ti-Sehahung 
reahsteren, wie sie in Fig. 13 dcirgestellt isl, bei der zwei Ka"- 
pa/itaien unci durch einen Widerstand R miteinander 
verbunden .sind. 

100661 Fig. 12 /.eiyi den Schnili D-D vun Fij^. 7 liir eine 
Vuruinie ties errHuiungs^eniaBen Bauelements. Die in Fig. 
12 dargesiellie l-lekcrodenschichl 2 der ersten Sone weist 
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eine Widerstandschichl 13 auf, die die AuBenkontakle 7 des 
erstcn Paarcs 5 riiiicinandcr verbindet. Irii Gcgensatz xu dcr 
in Fig. 11 dargestelltcn Anordnung dcr Eleklrodenschicht 2 
der erslen Sorte wird also auf leilcnde Schichten ganz ver- 
zichlet. Auch genuiR dcr Fig. 1 2 laBl sich ein 7i-Filter niit ci- S 
nem Widersland, der /.wci Kapazitaten miteinander verbin- 
det, realisieren. 

[0067] Fig. 12 zcigl ein Bauelernent gemafi Fig. 7 in 
Draufsicht. Auf der Oberseite des Grundkoqjers 1 ist eine 
WiderstandschiclK 13 angeordncl, die das erste Paar 5 von U> 
AuBenkonlakten 7 miteinander verbindet. Die in Fig. 12 
dargestellte Variante Fig. 1 1 kann ebenso wie eine irn In- 
nem des Bauelemenis angebrachte Widerstandspaste dazu 
verwendet. werden, ein 7i-Filter gemaB Fig. 13 zu realisieren. 
[0068] Fig. 14 zeigt schenialisch ein Ersatzschaltbild fiir I5 
ein erfitidungsgeinaBes feauelement, das gemaB Fig. 7, Fig. 
1 1 und Fig. 9 ausgefuhrt ist. Fcmer ist eine der Dielektri- 
kumschichten als Varistorschicht. ausgefuhrt. Durch eine 
entsprechende Geslallung des BauelemCnts kann erreicht 
werden, daB Ci = 60 pF und C2 = 25 pF ist.. Femer wurde der 20 
Widerstand R zu 10 Q gewahll. 

[0069] Fig. 15 zeigt die Einfugedaxnpfung des in Fig. 14. 
dargestellten Bauelemenis. Die EinFugedarapfung S ist iiber 
der Frequenz f aufgelragen. Die dutch die beiden Kapazitii- 
ten Ci, C2 definierlen Resonanzfrequenzen fi, f2 zeigen eine 25 
erhohte Dampfung. Auch zwisclien den Resonanzfrequen- 
zen fi, {2 weist das Bauelernent aufgrund des die K-Schal- 
t.ung realisierenden Widerstands R cine sehr gute Dampfung 
auf, wodurch das Bauelernent. zum Entstoren eines Fre- 
quenzbandes geeignet ist, welches zwischen der Resonanz- 30 
frequenzen fi (gehort zu Ci) und der Resonanzfrequenz fa 
(gehort zu C2) liegt. 

[0070] Die Kapazitaten Ci und C2 definieren jeweils die in 
Fig, 15 dargestellten Resonanzfrequenzen f i und f2, 
[0071] Fig. 16 zeigt eine erfindungsgemaBe Entstorschal- 35 
lung in Draufsicht. Auf einer Leiterplatte 17 sind ein erstes 
erfindungsgernaBes Bauelernent 15 und ein zweiles erfin- 
dungsgemaBes Bauelenient 16 angeordnet. Die AuBenkon- 
lakte 7 der Bauclemente 15, 16 sind entlang dreier parallel 
verlaufender Geraden angeordnet. Jeweils zwei AuBenkon- 40 
lakte 7 sind enllang der iiuBeren Geraden angeordnet. Vicr 
AuBenkontakte 7 sind entlang der niiuleren Gerade ange- 
ordnet. Entlang der Geraden verlaufen Leiterbahnen 18 auf 
der Leiterplatte 17. Auf der linken Seite ist die untere und 
auf der rechten Seite die obere der Leiterbahnen 18 als Mas- 45 
seleitung 19 ausgefuhrt. In den Bauelemenlen 15, 16 kreuzl 
die Masseleitung 19 die beiden anderen Leiterbahnen 18. 
Die in Fig. 16 dargestellte Anordnung hat den Vorleil, daB 
sie sehr kompakt isl und daB die Masseleitung 19 jeweils aiu 
Rand der.Gruppe von Leiterbahnen 18 gefuhrt werden kann. 50 

Paten tansprtiche 

1. Elektrisches Vielschichtbauelenienl 
mil eineiii Grundkorper (1), aufweisend miteinander 55 
verstapelte Eleklrodenschichten (2, 3) einer ersten und 
einer zweiten Sorte, die durch Dielektrikuinschichten 
(4) voneinandcr geirenni sind und welche mindestens 
eine Kapa/ital (Cj. C2) bildcn, 

bei dem dcr Grundkorper (I) zwei Paare (5, 6) von Au- fiO 
Benkonlaklen (7) aulwcisl, wobci die Paare (5, 6) von 
AuBenkontakien (7) so aufgegenuberliegenden Seiien- 
Hiichen (S) des Grundkorpers (1) angeordnet sind, daB 
sich von jcdeni Faur (5. 6) jeweils ein AuBenkoniuki 
(7) auf jeder Sciienllaehe (8) belindet und daB- die Lie- ^5 
dachren direkien Verbinciungen der jeweils /u einern 
Paar (5, 6) gehorenden AuBenkoniakle (7) einaiider 
uberkrcu/en. 



bei dem die AuBenkontakte (7) auf denjcnigen ^^eiten- 
Qachen (8) des Grundkorpers (1) angeordnet sind, die 
den geringsten Abstand voneinandcr aufweisen, 
bei dem das erste Paar (5) von AuBenkontakien (7) mil 
Elektrodenschichten (2) der erstcn und das zweite Paar 
(6) von AuBenkontakien (7) mil Elektrodenschichten 
(3) der zweiten Sorte kontaktiert ist, 
bei dem in einer Elektrodcnschicht (2) der erste Sorte 
eine leitende Schicht (9) enlhalten isl, die zwei AuBen- 
kontakte (7) miteinander verbindet, 
und bei dem in einer Eleklrodenschicht (3) der zweiten 
Sorte eine leitende Schicht (10) en t hai ten ist, die mit ei- 
nern AuBenkonlakt (7) verbunden ist. 

2. Bauelernent nach Anspruch 1, bei dem die AuBen- 
kontakte (7) auf ebenen Seitenflachen (8) angeordnet 
sind. 

3. Bauelernent nach Anspruch 1 bis 2, bei dem die Au- 
Benkontakte (7) auf nicht parallel zu den Elektroden- 
schichten (3) verlaufenden Seitenflachen (8) des 
Grundkorpers (1) angeordnet sind. 

4. Bauelernent nach Anspruch 1 bis 3, bei dem wenig- 
stens eine der Dielektrikumschichten (4) eine Varistor- 
schicht mit spannungsabhangigem Widerstand ist. 

5. Bauelement nach Anspruch 1 bis 4, bei dem in einer 
Eleklrodenschicht (3) der zweiten Sorte eine leitende 
Schicht (10) enlhalten ist, die zwei AuBenkontakte (7) 
miteinander verbindet. 

6. Bauelement nach Anspruch 1 bis 4, bei dem in einer 
Eleklrodenschicht (3) der zweiten Sorte zwei vonein- 
andcr beabstandete, leitende Schichten (10) enlhalten 
sind, die mit jeweils einem AuBenkonlakt (7) verbun- 
den sind und die zwei voneinandcr getrennten Kapazi- 
taten (Ci, C2) angehoren. 

7. Bauelement nach Anspruch 1 bis 6, bei dem in einer 
Eleklrodenschicht (2) der ersten Sorte zwei voneinan- 
dcr beabstandete leitende Schichten (9, 11) enlhalten 

sind, die mil jeweils eineni AuBenkonlakt (7) verbun- 
den sind und die untereinandcr durch eine Widerstand- 
schichl (12) verbunden sind. 

8. Bauelement nach Anspruch 1 bis 7, bei dem in einer 
Elektrodenschichl (2) der erslen Sorte eine Wider- 
standschicht enlhalten isl, die zwei AuBenkontakte (7) 
miteinander verbindet. 

9. Bauelement nach Anspruch 1 bis 8» bei dem auf der 
Oberflache des Grundkorpers (1) eine Widerstand- 
schichl (13) angeordnet ist, die das erste Paar (5) von 
AuBenkontakien (7) miteinander verbindet. 

10. Bauelenient nach Anspruch 1 bis 9, bei dem eine 
leitende Schicht (9, 10) und/oder eine Widerstand- 
schicht (12) mit einer Engstelle (14) versehen ist. 

11. Bauelement nach Anspruch 1 bis 10, bei dem eine 
Widerslandschicht (12) aus einer Ruthenium enthalten- 
den Paste hergestellt ist. 

12. Bauelement nach Anspruch 1 bis 11, das durch 
Sintern eines Slapels von ubereinanderUegenden kera- 
mischen Griinfolien hergestellt isl. 

13. Bauelement nach Anspruch 1 bis 12, bei dem glei- 
che Eleklrodenschichten (2) der ersien Sorte abwech- 
selnd mil gleichen Eleklrodenschichten (3) der zweiten 
Sorte miteinander verstapelt sind. 

14. Bauelemeni nach Anspruch 1 bis 13, bei dem die 
AuBenkontakte (7) durch Abrotlen eines mit einem 
leilfahigen Material beschichieien Uades auf den Sei- 
tendachen (S) hergesiellt sind. 

15. Bauelement nacii Anspruch 7, bei dem die I'liichen 
der leiienden Schichten (10. 101.) um weniger als 10% 
vonei nander ahweichen. 

16. Bauelemeni nach Ansprucli 7. 1")ci tiein die FlLichen 
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dcr Iciicndcn Schichten (10, 101) urn rnchr als 20% 

voneinander abweichen, 

17. Baueleiiient nach Anspruch 1 bis 16, bci dcni die 
GrundnUche dcs Grundkorpcrs (1) wcnigcr als 
2,5 nirn~ betragt. 

18. Enlstorschaltung mit eincm Bauelenicnt nach An- 
spruch I bis 17, 

bei dcr das Bauelement. (15) zusamrnen mil eincni glei- 
chen wcileren BauelemenI (16) auf eincr Leilerplalte 
(17) angcordnet. isl, 

bei der die mil AuBenkontakten (7) versehenen AuBen- 
fiachen (8) der Grundkorper (1) senkrecht zu Leiter- 
bahnen (18) stehen, die entlang drei parallcler Geraden 
verlaufen, 

und bei dcr jeweils zwei AuGenkontakte (7) cnllang der 
jDeiden auBeren und vier AuBenkontakte (7) ent lang der 
inneren Gcrade angeordnet sind. 

19. Schaltung nach Anspruch 18, bei der die Leiter- 
bahnen (18) eine Masseleitung (19) umfassen, die am 
auBeren Rand der drei Leiterbahnen (18) verlauft und 20 
die die beiden anderen Leiterbahnen (18) in den Bau- 
elemenlen (16, 17) kreuzt. 
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